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(54) 유기 전계 발광 표시 소자의 봉지 방법

요약

음극 전극 상부에 절연막과 금속막을 순차적으로 적층하고 적층한 금속막을 레이저 광으로 열처리하여 재결정화시켜

기존의 물리적 봉지 방법에 의해 형성되는 막질에 비해 매우 치밀한 구조를 가지도록 함으로써 고온/고습 환경하에서

도 충분한 차단 효과(Shield Effect)가 발생되어 소자 발광특성의 안정화와 사용 수명을 연장시킨다.

이를 위해 본 발명은 기판의 상부에 양극 전극 및 제 1 절연막을 순차적으로 형성하고, 형성한 제 1 절연막 상부에 음

극 전극 분리 격벽과 활성층 및 음극 전극을 순차적으로 형성한 후, 음극 전극 상부에 실리콘 산화막 또는 실리콘 질

화막과 같은 제 2 절연막을 형성하고, 제 2 절연막 상부에 Al막과 같은 금속막을 형성하여 형성한 금속막을 레이저 광

으로 열처리하여 재결정화하도록 한다.

대표도

도 2c

색인어

봉지, 절연막, 금속막, 레이저, 열처리, 재결정화

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 봉지 방법을 이용해 제작된 유기 전계 발광 표시 소자를 도시한 도면이고,

도 2a 내지 도 2c는 본 발명에 따른 유기 전계 발광 표시 소자의 봉지 방법을 도시한 도면이다.
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<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

20 : 기판 21 : 양극 전극

22 : 제 1 절연막 23 : 활성층

24 : 음극 전극 25 : 음극 전극 분리 격벽

26 : 제 2 절연막 27 : 금속막

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 음극 전극 상부에 절연막과 금속막을 증착한 후, 증착한 금속막을 레이저 광으로 열처리하여 재결정화시켜

고온/고습 환경하에서도 충분한 차단 효과를 가질 수 있도록 한 유기 전계 발광 표시 소자의 봉지 방법에 관한 것이다

일반적으로 유기 전계 발광 표시 소자(이하 '유기 EL 소자'로 약칭함)는 낮은 구동 전압, 넓은 시야각, 빠른 응답 속도 

등의 장점을 가지고 있어 휴대용 단말기의 표시 장치나 차량 탑재용 표시장치, 휴대용 게임기의 표시장치 등과 같은 

고화질의 동영상을 필요로 하는 표시 장치에 널리 사용 중이거나 사용될 추세이다.

도 1은 이러한 일반적인 유기 EL 소자를 도시한 단면도이다.

이에 도시된 바와 같이, 일반적인 유기 EL 소자는 먼저 유리(glass)나 필름(film)으로 제작된 기판(10)의 상면에 스퍼

터링을 통해 금속 또는 ITO(Indium Tin Oxide)의 양극 전극(11)이 형성된 후, 양극 전극(11) 상부에 절연막(12)이 형

성된다.

이어 형성된 절연막(12) 상부에 음극 전극을 분리하기 위한 격벽(13)이 수직한 방향으로 형성되고, 형성된 격벽(13) 

및 절연막(12) 상부에 전자 주입층, 전자 수송층, 발광층, 및 정공 수송층, 정공 주입층이 순차적으로 적층된 활성층(1

4)이 형성되고, 활성층(14) 상부에 캐소드인 음극 전극(15)이 형성된다.

이렇게 형성된 유기 EL 소자에서 일반적으로 음극 전극(14)은 일함수가 적은 재료, 예를 들면 알칼리 금속 및 알칼리

토류금속을 기본으로 반응성이 높은 합금계로 형성되며, 형성된 반응성 금속은 산소, 수분의 영향을 받아 산화되기 

쉽기 때문에 소자의 특성을 악화시키거나 소자의 수명을 단축시키는 문제점을 유발하며 또한 유기화합물 역시 산소

와 수분에 열화되기 쉽다.

그래서, 상기와 같이 형성된 유기 EL소자 상부에 유리 또는 SUS 캔의 캡슐(Encapsulation)(16)에 의해 둘러 쌓여진 

보호막을 형성하고, 형성한 보호막(16)과 양극 전극(11) 사이에 밀봉재(sealant)(17)를 빈틈없이 개재하여 그 보호막

(16)을 접착시킨다.

이 때 밀봉재는 수십 ~ 수백 마이크로 미터의 두께를 갖고, 캡슐 내부에는 질소 또는 아르곤과 같은 불활성 가스가 일

정한 압력으로 충진된다.

하지만 이러한 봉지 방법은, 캡슐을 이용하여 밀봉하기 때문에 산소와 수분에 대해 우수한 차폐 효과를 가진다는 장

점은 있지만, 이로 인해 소자의 두께가 두꺼워지고 이러한 소자를 이용해 표시 장치를 제조할 경우, 그 표시 장치의 무

게가 무거워져 휴대하기가 불편하다는 단점이 있다.

또한, 밀봉재 부착면을 통한 충분한 차단 효과(Shield effect)가 없어 장시간 방치 및 고온 고습환경 하에서는 다크 스

팟(dark spot)의 경시적 증대로 인해 소자의 발광 특성 및 안정적인 동작에 악영향을 주는 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제
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이에 본 발명은 상기한 문제점을 해소시키기 위한 것으로, 음극 전극 상부에 절연막과 금속막을 증착한 후, 증착한 금

속막을 레이저 광으로 열처리하여 재결정화시켜 고온/고습 환경하에서도 충분한 차단 효과를 가지도록 한 유기 전계 

발광 표시 소자의 봉지 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.

이를 위해 본 발명은 기판의 상부에 양극 전극 및 제 1 절연막을 순차적으로 형성하는 단계와; 형성한 제 1 절연막 상

부에 음극 전극 분리 격벽과 활성층 및 음극 전극을 순차적으로 형성하는 단계와; 상기 음극 전극 상부에 실리콘 산화

막 또는 실리콘 질화막과 같은 제 2 절연막을 형성하는 단계와; 상기 제 2 절연막 상부 에 Al막과 같은 금속막을 형성

하는 단계와; 상기 금속막을 레이저 광으로 열처리하여 재결정화하는 단계로 이루어지도록 한다.

그리고, 상기 음극 전극 형성 후 제 2 절연막과 금속막을 형성하는 공정을 순차적으로 적어도 2회 이상 반복 실시하여

공정상의 결함 요인에 의한 수율을 증대시키도록 하며, 아울러 상기 제 2 절연막 형성 공정과 금속막 형성 공정 사이

에 제 2 절연막 상부에 합성 수지(Resin) 계열의 물질을 추가로 도포하는 단계를 추가로 포함하여 금속막의 증착시 

요철 부위의 단락을 방지하고 금속막의 치밀성 및 핀 홀리스(Pin Holeless)의 특성을 증대시키도록 한다.

발명의 구성 및 작용

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 살펴보면 다음과 같다.

먼저 본 발명은 도 2a에 도시된 바와 같이, 기판(20) 상부에 금속의 양극 전극(21)을 형성하고, 양극 전극 상부에 포

토 레지스트를 도포하고 마스크 패턴으로 패터닝시켜 제 1 절연막(22)을 형성한다.

이 때, 상기 기판(20)은 글래스나 쿼츠 유리 또는 투명 플라스틱 수지 중에서 선택된 어느 하나를 사용하는 것이 바람

직하다.

그리고, 상기 양극 전극(21)은 일 함수가 큰 금속, 합금, 전기전도성 화합물 또는 그 혼합물을 사용하는 것이 바람직하

고, 구체적으로 인듐 주석 산화물(ITO), 인듐동, 주석, 산화아연, 금, 백금, 팔라듐 중에서 선택된 어느 하나를 사용하

거나 2종이상을 조합하여 사용한다.

또한, 그 양극 전극(21)의 두께는 100 옹스트롬 ~ 10, 000옹스트롬 범위내의 값으로 하는 것이 바람직하고, 특히 10

0옹스트롬 ~ 2000옹스트롬 범위내의 값으로 하는 것이 가장 바람직하다.

다음, 상기 제 1 절연막(22) 상부에 음극 전극을 분리하기 위한 음극 전극 분리 격벽(25)을 수직 방향으로 패터닝하여

형성하고, 형성한 음극 전극 분리 격벽(25) 및 제 1 절연막(22) 상부에 전자 주입층, 전자 수송층, 발광층, 및 정공 수

송층, 정공 주입층이 순차적으로 적층된 활성층(23)과 캐소드인 음극 전극(24)을 순차적으로 적층한다.

상기 음극 전극(24)은 일 함수가 작은 금속, 합금, 전기전도성 화합물 또는 그 혼합물을 사용하는 것이 바람직하고, 구

체적으로는 알루미늄, 인듐, 리튬, 나트륨 중에서 선택된 어느 하나 또는 2종 이상을 조합하여 사용하는 것이 바람직

하다

그리고, 상기 음극전극(24)의 두께는 100옹스트롬 ~ 10, 000옹스트롬 범위내의 값으로 하는 것이 바람직하고, 특히 

100옹스트롬 ~ 2000옹스트롬 범위내의 값으로 하는 것이 가장 바람직하다.

다음, 음극 전극(24)이 형성되고 나면 이렇게 형성된 소자를 외부의 물리적인 충격으로부터 보호하고 산소와 수분 등

의 침입을 방지하기 위해 상기 음극 전극(24) 상부에 플라즈마 화학 기상 증착법(Plasma Enhanced Chemical Vapor

Deposition ; PECVD)이나 스퍼터링 또는 진공 증착법 등을 이용해 제 2 절연막(26)을 형성한다(도 2b).

이 때, 상기 제 2 절연막(26)은 유기물(Parylene)이나 무기물인 SiO, SiO 2 , SiN x , SiN x O y 중에서 선택된 어느

하나를 사용해 형성하되 그 두께는 0.1㎛ ~ 20㎛ 정도로 한다.

특히 실리콘 산화막(SiO 2 ) 또는 실리콘 질화막(SiN x )의 단층막(mono-layer)을 0.2㎛ ~ 2.0㎛의 두께로 증착 성

막하는 것이 가장 바람직한데, 상기 제 2 절연막(26)이 실리콘 산화막(SiO 2 )인 경우에는 반응 가스군인 SiH 4 , N 

2 , NH 3 또는 SiH 4 , O 2 의 조성비를 변화시키면서 플라즈마 증착법을 이용해 500옹스트롬 이상의 길이와 0.2㎛ 

~ 2.0㎛의 두께로 증착 성막한다.

다음, 음극 전극(24) 상부에 일정 두께로 제 2 절연막(26)을 증착 성막하면, 성막한 제 2 절연막(26) 상부에 Al 등으

로 이루어진 금속막(27)을 증착한 후(도 2c), 상기 금속막(27)을 레이저로 열처리하여 재결정시키는데, 그 열처리 온

도 및 시간은 상기 금속막(27)을 구성하는 금속에 따라 다르다.



공개특허 특2003-0094917

- 4 -

상기 열처리 결과 재결정 처리된 금속막(27)은 화학적인 결합 구조로 형성되어 기존의 물리적 증착 방식에 의해 형성

되는 막질에 비해 매우 치밀한 구조를 가지게 되고, 우수한 경도를 갖게 되는 것과 아울러 핀 홀(pin hole) 등이 없어 

고온/고습 환경 조건하에서도 충분한 차단 효과를 가지게 된다.

한편, 상기 음극 전극(24) 상부에 제 2 절연막(26)과 재결정된 금속막(27)을 순차적으로 형성하는 공정을 적어도 2회

이상 반복 실시하여 공정상의 결함 요인에 의한 수율을 증대시켜, 습열 환경 조건하에서 소자 발광 동작의 안정성 등

에 충분한 차단 효과를 가질 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

또한, 상기와 같이 제 2 절연막(26) 상부에 직접 금속막(27)을 형성할 수도 있으나, 이와 달리 상기 제 2 절연막(26) 

상부에 제 3 절연막(도시하지 않음)을 형성한 후, 형성한 제 3 절연막 상부에 금속막(27)을 형성하는 것이 더욱 바람

직하다.

즉, 음극 전극(24) 상부에 제 2 절연막(26)을 증착한 후, 증착한 제 2 절연막(26) 상부에 에폭시 합성수지나 아크릴 

또는 우레탄, 실리콘, 플루오르 에틸렌 등의 수지로 이루어진 제 3 절연막을 형성하여 증착 성막함으로써 금속막(27)

의 증착시 요철 부위의 단락을 방지하여 최종 형성되는 금속막의 치밀성 및 핀 홀리스(Pin holeless)의 특성을 증대시

키며 아울러 기판의 평탄화 작용까지 할 수 있게 된다.

발명의 효과

이상에서 상세히 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 유기 전계 발광 표시 소자의 봉지 방법은 음극 전극 상부에 절연막

과 금속막을 순차적으로 적층하고 적층한 금속막을 레이저 광으로 열처리하여 재결정시킴으로써 기존의 물리적 봉지

방법에 의해 형성되는 막질에 비해 매우 치밀한 구조를 가지게 되어 고온/고습 환경하에서도 충분한 차단 효과를 가

질 수 있고 이로 인해 소자의 발광특성에 관한 안정화와 사용 수명을 연장시킬 수 있는 효과가 있다.

본 발명은 기재된 구체적인 예에 대해서만 상세히 설명되었지만 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수

정이 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허청구범위에 속함은 당연한 것이

다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
기판(20)의 상부에 양극 전극(21) 및 제 1 절연막(22)을 순차적으로 형성하는 제 1 단계와;

상기 제 1 절연막(22) 상부에 음극 전극 분리 격벽(25)과 활성층(23) 및 음극 전극(24)을 순차적으로 형성하는 제 2 

단계와;

상기 음극 전극(24) 상부에 제 2 절연막(26)을 형성하는 제 3 단계와;

상기 제 2 절연막(26) 상부에 금속막(27)을 형성하는 제 4 단계와;

상기 금속막(27)을 레이저 광으로 열처리하여 재결정화하는 제 5 단계로 이루어지는 유기 전계 발광 표시 소자의 봉

지 방법.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 제 3 단계, 제 4 단계, 제 5 단계를 순차적으로 적어도 2회 이상 반복 실시하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발

광 표시 소자의 봉지 방법.

청구항 3.
제 1 항에 있어서, 상기 제 2 절연막은;

상기 실리콘 산화막 또는 실리콘 질화막인 것을 특징으로 유지 전계 발광 표시 소자의 봉지 방법.

청구항 4.
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제 1 항에 있어서, 상기 금속막은;

Al으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 소자의 봉지 방법.

청구항 5.
제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제 3 단계와 제 4 단계 사이에;

상기 제 2 절연막 상부에 합성 수지(Resin) 계열의 물질을 추가로 도포하는 제 단계를 포함하고,

상기 제 4 단계는;

상기 도포한 합성 수지 계열의 물질 상부에 금속막을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 소자의 봉지 

방법.

도면

도면1

도면2a

도면2b
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도면2c



专利名称(译) 有机电致发光显示元件的键合方法

公开(公告)号 KR1020030094917A 公开(公告)日 2003-12-18

申请号 KR1020020032266 申请日 2002-06-10

[标]申请(专利权)人(译) ELIATECH

申请(专利权)人(译) 电梯技术有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 电梯技术有限公司.

[标]发明人 IM SEONGSIL
임성실
SON MINSOO
손민수

发明人 임성실
손민수

IPC分类号 H05B33/04 H01L51/52

CPC分类号 H01L51/5237 H01L51/5253

代理人(译) CHO，TARM

外部链接 Espacenet

摘要(译)

通过在阴极电极的上部依次层叠绝缘层和金属层，并且在激光下对层叠
的金属层进行热处理和再结晶，并且与形成的薄膜相比具有非常复杂的
结构采用物理成型方法，在高温/高湿条件下产生足够的屏蔽效应，延长
了器件发光的稳定性和使用寿命。为此，根据本发明，在其形成的介电
层的第一顶部中的阴极电极隔板依次形成阳极电极和第一绝缘层以及有
源层和阴极电极，第二绝缘层如硅在形成之后，在阴极电极的上部形成
氧化膜，或者在基板的上部形成氮化硅膜。并且在介电层的第二顶部上
形成类似Al膜的金属层，并且在激光下对形成的金属层进行热处理并使
其再结晶。袋，绝缘层，金属层，激光，热处理，再结晶。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/33e5f99e-ae33-4ca0-b8b2-32d65fb3d8f0
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032386419/publication/KR20030094917A?q=KR20030094917A

